
本社
支社、事業所、営業所、サービス拠点

ウェーハ処理プロセス（前工程）
検査・組み立てプロセス（後工程）

洗浄成膜 エッチング
リソグラフィー

(フォトレジスト塗布・現像)

配線形成 検査 パッケージング・検査

ウェーハ

シリコン酸化膜 シリコン窒化膜
フォトレジスト

金属膜

金属膜 層間絶縁膜

レジスト剥離・洗浄フォトレジスト塗布 現像酸化膜形成・窒化膜形成 エッチング露光

配線前の
トランジスタ
（素子）が完成

集積回路の完成

半導体
パッケージングの

完成

日本

8,296
（57.3％）

欧州

541
（3.7％）

アジア

3,846
（26.6％）

北米

1,796
（12.4％）

韓国

2,852
（20.4％）

東南アジア・他

524（3.7％）
欧州

635（4.5％）

中国

3,984
（28.5％）

台湾

2,497（17.9％）

北米

1,520（10.9％）

13,991億円
（2021年3月期）

14,479名
（2021年3月期）

ウェーハ / ダイシング
フレームプローバ
WDF  TM 12DP+

ウェーハボンディング / 
デボンディング装置
Synapse  TM V/
Synapse  TM Z Plus

ウェーハプローバ
Precio  TM   XL

プラズマエッチング装置
Tactras  TM / Episode TM UL

枚葉成膜装置
Trias       TM 

繰り
返し

素子分離形成・ゲート形成 ゲート電極

コンタクト形成 支持基板貼り合わせ・
剥離多層配線形成 ウェーハ検査 検査 パッケージング・

組み立て

日本

1,975（14.1％）

熱処理成膜装置
TELINDY PLUS TM

ALD＊装置
＊Atomic Layer Deposition 
NT333 TM

コータ / デベロッパ 
CLEAN TRACK  TM LITHIUS Pro  TM Z

プラズマ
エッチング装置
Tactras  TM  

プラズマ
エッチング装置
Episode  TM  UL

枚葉洗浄装置
CELLESTA  TM -

枚葉成膜装置
Trias   +TM

1963
（株）東京放送の出
資 に より（株）東 京
エレクトロン研究所
を設立

1980
東京証券取引所市
場第二部に上場

1990s
サービスや製造を
担う会社の設立な
ど国内グループ 体
制を強化、世界各国
に現地法人を設立

2006
行動規範として

「TEL Values」制定

2007
人材開発強化のため

「TEL UNIVERSITY」
設立1990

フラットパネルディ
スプレイ製造装置市
場へ本格参入

1994
海外での直接販売・
サポート体制を開始

2015
東京エレクトロンコー
ポレートガバナンス・
ガイドラインを制定

2015
新生TELとして再出
発（ビジョン、中期経
営計画の策定、コー
ポレートロゴ刷新）

2019
企業価値のさらな
る向 上を目 指し中
期経営計画を改定

1999
東京証券取引所市
場第一部における
業 種 変 更「商 業」か
ら「電気機器」へ

1984
東京証券取引所市
場第一部に指定替え

1986
半導体製造装置の
輸出を開始

1964
米国サームコ社から
拡散炉の輸入販売
代理権を獲得し、販
売を開始

1968
テル・サームコ（株）
で拡散炉の国内生
産を開始

1978
東京エレクトロン
研究所から東京エ
レクトロン（株）へ
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1970s 1980s
Personal 
Computer

1990s
Mobile Phone

2000s
Digital 
Consumer 
Electronics

2010s 2020s～

Big DataSingle Chip 
Microprocessor

FPDコータ / デベロッパ
ExcelinerTM 

FPDプラズマエッチング /
アッシング装置
ImpressioTM

FPDプラズマエッチング /
アッシング装置
BetelexTM

有機ELディスプレイ製造用
インクジェット描画装置
EliusTM

＊億円未満を切り捨て表示しています

本社
支社、事業所、営業所、サービス拠点

ウェーハ処理プロセス（前工程）
検査・組み立てプロセス（後工程）

洗浄成膜 エッチング
リソグラフィー

(フォトレジスト塗布・現像)

配線形成 検査 パッケージング・検査

ウェーハ

シリコン酸化膜 シリコン窒化膜
フォトレジスト

金属膜

金属膜 層間絶縁膜

レジスト剥離・洗浄フォトレジスト塗布 現像酸化膜形成・窒化膜形成 エッチング露光

配線前の
トランジスタ
（素子）が完成

集積回路の完成

半導体
パッケージングの

完成

日本

8,296
（57.3％）

欧州

541
（3.7％）

アジア

3,846
（26.6％）

北米

1,796
（12.4％）

韓国

2,852
（20.4％）

東南アジア・他

524（3.7％）
欧州

635（4.5％）

中国

3,984
（28.5％）

台湾

2,497（17.9％）

北米

1,520（10.9％）

13,991億円
（2021年3月期）

14,479名
（2021年3月期）

ウェーハ / ダイシング
フレームプローバ
WDF  TM 12DP+

ウェーハボンディング / 
デボンディング装置
Synapse  TM V/
Synapse  TM Z Plus

ウェーハプローバ
Precio  TM   XL

プラズマエッチング装置
Tactras  TM / Episode TM UL

枚葉成膜装置
Trias       TM 

繰り
返し

素子分離形成・ゲート形成 ゲート電極

コンタクト形成 支持基板貼り合わせ・
剥離多層配線形成 ウェーハ検査 検査 パッケージング・

組み立て

日本

1,975（14.1％）

熱処理成膜装置
TELINDY PLUS TM

ALD＊装置
＊Atomic Layer Deposition 
NT333 TM

コータ / デベロッパ 
CLEAN TRACK  TM LITHIUS Pro  TM Z

プラズマ
エッチング装置
Tactras  TM  

プラズマ
エッチング装置
Episode  TM  UL

枚葉洗浄装置
CELLESTA  TM -

枚葉成膜装置
Trias   +TM

1963
（株）東京放送の出
資 に より（株）東 京
エレクトロン研究所
を設立

1980
東京証券取引所市
場第二部に上場

1990s
サービスや製造を
担う会社の設立な
ど国内グループ 体
制を強化、世界各国
に現地法人を設立

2006
行動規範として

「TEL Values」制定

2007
人材開発強化のため

「TEL UNIVERSITY」
設立1990

フラットパネルディ
スプレイ製造装置市
場へ本格参入

1994
海外での直接販売・
サポート体制を開始

2015
東京エレクトロンコー
ポレートガバナンス・
ガイドラインを制定

2015
新生TELとして再出
発（ビジョン、中期経
営計画の策定、コー
ポレートロゴ刷新）

2019
企業価値のさらな
る向 上を目 指し中
期経営計画を改定

1999
東京証券取引所市
場第一部における
業 種 変 更「商 業」か
ら「電気機器」へ

1984
東京証券取引所市
場第一部に指定替え

1986
半導体製造装置の
輸出を開始

1964
米国サームコ社から
拡散炉の輸入販売
代理権を獲得し、販
売を開始

1968
テル・サームコ（株）
で拡散炉の国内生
産を開始

1978
東京エレクトロン
研究所から東京エ
レクトロン（株）へ
商号変更

（単位 : 億円） （単位 : 名）

東京エレクトロン九州

Tokyo Electron Israel

Tokyo Electron Taiwan

東京エレクトロンFE
東京エレクトロンBP
東京エレクトロンエージェンシー

東京エレクトロン宮城

Tokyo Electron 
Singapore

TEL Technology 
Center, America

TEL Manufacturing and 
Engineering of America

TEL Venture Capital

Tokyo Electron Korea

Tokyo Electron 
 (Malaysia) 

Tokyo Electron India 

Tokyo Electron Europe

TEL Magnetic Solutions

TEL Solar Services

Tokyo Electron (Shanghai) 
Tokyo Electron (Shanghai) Logistic Center
Tokyo Electron (Kunshan) 

東京エレクトロン テクノロジー
ソリューションズ

東京エレクトロン（本社）

Tokyo Electron U.S. Holdings
Tokyo Electron America

技術専門商社として
創業

本格的に
メーカーへ移行

グローバリ
ゼーションを加速

イノベーションと
成長を志向

1960s
Mainframe 
Computer

1970s 1980s
Personal 
Computer

1990s
Mobile Phone

2000s
Digital 
Consumer 
Electronics

2010s 2020s～

Big DataSingle Chip 
Microprocessor

FPDコータ / デベロッパ
ExcelinerTM 

FPDプラズマエッチング /
アッシング装置
ImpressioTM

FPDプラズマエッチング /
アッシング装置
BetelexTM

有機ELディスプレイ製造用
インクジェット描画装置
EliusTM

＊億円未満を切り捨て表示しています

東京エレクトロンは半導体およびフラットパネルディスプレイ（FPD）製造装置のリーディングカンパニーとしてグローバルに事業

を展開しています。Best Productsと Best Technical Serviceにより、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に努めてい

ます。事業を通じてサステナブルな社会の構築と発展に貢献することで、基本理念を実践していきます。

東京エレクトロンの概要

拠点数（2021年 3月 3 1日現在）

地域別売上高（連結）

半導体製造プロセスおよび当社の主要製品
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＊億円未満を切り捨て表示しています

FPD製造装置

地域別従業員数（連結）

沿革

国内　      7社・26拠点

海外　21 社・17の国と地域・50拠点

合計　28社・18の国と地域・76拠点（連結） 
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